
PATENT 

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE 



In- re Application of : Atty. Docket: 02-GR2-463 

•• 'Patrick PERILLAT : Group Art Unit: 2822 

Serial No. 10/781,557 : Confirmation No. 9288 

Fried: February 18, 2004 : 

For: SEMICONDUCTOR PACKAGE CONTAINING AN INTEGRATED-CIRCUIT 
CHIP SUPPORTED BY ELECTRICAL CONNECTION LEADS 

CLAIM FOR PRIORITY UNDER 35 USC SI 19 

MS Missing Parts 
Commissioner for Patents 
P.O. Box 1450 
Alexandria, VA 22313-1450 

SIR: 

Under the provisions of 35 USC §1 19, there is filed herewith a certified copy of French 
Application No. 03 0 1 964 filed on February 1 8, 2003 , in accordance with the International Convention 
for the Protection of Industrial Property, 53 Stat. 1748, under which Applicant hereby claims priority. 

Respectfully submitted, 




Customer No. 23334 

Fleit, Kain, Gibbons, Gutman, Bongini & Bianco P.L. 
55 1 NW 77th Street, Suite 111 
Boca Raton, Florida 33487 
Telephone: (561)989-9811 
Facsimile: (561)989-9812 



THIS PAGE BLAMK (uspto) 



REPU8LIQUE FRANCAISE 



IN 5 ! 



I IN8TITUT 
NATIONAL DE 
LA PROPRIETE 
I N DU8TR I ELLE 



BREVET D 'INVENTION 



CERTIFICAT D'UTILITE - CERTIFICAT D'ADDITION 



COPIE OFFICIELLE 



Le Directeur general de I'lnstitut national de la propriete 
industrielle certifie que le document ci-annexe est la copie 
certifiee conforme d'une demande de titre de propriete 
industrielle deposee a I'lnstitut. 



Fait a Paris, le 



0 8 MARS 2004 



Pour le Directeur general de I'lnstitut 
national de la propriete industrielle 
Le Chef du Departement des brevets 




Marline PLAN CHE 




THIS PAGE BUHK (uspto) 



1 er depot 



INPI 



■ MSTITUT 

NATIONAL Ot 

la rpoPRien 

INDUITRItLLI 



26 bis, rue de Saint Petersbourg 
75800 Paris Cedex 08 

Telephone : 33 (1) 53 04 53 04 Telecopie : 33 (1) 42 94 86 54 



remise DE^fgcEjrrerv/ 

DATE 

LIEU 75 IN PI PARIS 

N° D'ENREGISTREMENT 
NATIONAL ATTRIBUE PAR LIN PI 
DATE DE DEPOT ATTRIBUTE 
PAR LIN PI 



Vos references pour ce dossier 

(facultatif)- B 02/4353 FR-LD 



Reserve a IMNPI \ 



BREVET D INVENTION 
CERTIFICAT D'UTILITE 

Code de la propriete intellectuelle - Livre VI 

REQUETE EN DELIVRANCE 
page 1/2 

Cet imprime est a remplir lisiblement a I'encre noire 



N° 11354*02 



BR1 



DB 540 © W / 010801 



0301964 

1 0 FIV. 2003 



J NOM ET ADR ESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE 
A QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE 

■ 

Bureau D.A. CASALONGA - JOSSE 

8, avenue Percier 
75008 PARIS 



Confirmation d'un depot par telecopie 



□ NATURE DE LA DEMANDE 



Demande de brevet 



PI N° attribue par IMNPI a ia telecopie 



Cochez Tune des 4 cases suivantes 



Demande de certificat d'utilite 



Demande divisionnaire 

Demande de brevet initiate 
ou demande de certificat d'utilite initiate 



□ 



Date 
Date 



1 ; I 



Transformation d'une demande de 

. brevet eu r op een Demande de brevet initiate 



□ 

N° 



Date 



Q TITRE DE L'INVENTION (200 caracteres ou espaces maximum) 

Boitier semi-conducteur a puce de circuits integres poriee par les pattes de connexion electrique. 



Q DECLARATION DE PRIORITE 
OU REQUETE DU BENEFICE DE 
LA DATE DE DEPOT D'UNE 
DEMANDE ANTERIEURE FRANQAISE 



0 DEMANDEUR (Cochez I'une des 2 cases) 



Nom 

ou denomination sociale 



Pays ou organisation 
Date I— LJ-J 



Pays ou organisation 
Date I ; I ■ 1 



N° 



Pays ou organisation 
Date i 1 1 : 



| | S'il y a d'autres priorites, cochez ia case et utilisez I'imprime «Suite» 



I | Personne morale 



I I Personne physique 



STMicroelectronics SA 



Prenoms 



Forme juridique 



Societe Anonvme 



N° SIREN 



Code APE-NAF 



Domicile 
ou 

siege 



Rue 



29, Boulevard Romain Rolland 



Code postal et ville 



Pays 



|9 2 1 2 0| MONTROUGE 
FRANCE 



Nationality 



Francaise 



N° de telephone (facultatif) 



N° de telecopie (facultatif) 



Adresse electronique (facultatif) 



□ S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez I'imprime «Suite» 



Remolir imoerativement la 2 *™ page 



1er depot » 



■ 1NFTITUT 
NATIOMAV OE 

la rnoPRtcic 

IftOUSTRtELlE 



BREVET D'INVENTION 
CERTIFICAT DUTILITE 

REQUETE EN DELIVRANCE 

page 2/2 



BR2 



remits pr^v 2003 

DATE 

L/5 IN PI PARIS 

0301964 

I N° D'ENREGISTREMENT 

I NATIONAL ATTR18UE PAR L'INPI 


D8 S40@W/0J0801 


j Vos references pour ce dossier : 

I (Jacultatif) 


B 02/4353 FR-LD 


( Q MANDATAIRE (s'ilya lieu) 




j Nom 




| Prenom 




I Cabinet ou Societe 


Bureau D.A. CASALONGA - JOSSE 


I N °de pouvoir permanent et/ou 
f de lien contractuel 




I Adresse 


Rue 


8, avenue Percier 


Code postal et viiie 


17 5 0:0 8 I PARIS 


Pays 




I N° de telepho 


ne (facultatif) 




j N° de teiecopie (facultatif) 




| Adresse electronique (facultatif) 




Q INVENTEUR (S) 


Les inventeurs sont necessairement des personnes physiques 


I Les demandeurs et les inventeurs 
I sont les memes personnes 


□ Oui 

(X] Non Dans ce cas remplir le formulaire de Designation d'inventeur(s) 


I O RAPPORT DE RECHERCHE 


Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation) 


I Etablissement immediat 
I ou etablissement differe 


n 


J Paiement echelonne de la redevance 
J ( en deux versemenls ) 


Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-memes leur propre depot 

□ Oui 

□ Non 


| □ REDUCTION DU TAUX 
j DES REDEVANCES 


Uniquement pour les personnes physiques 

| | Requise pour la premiere fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) 
I | Obtenue anterieurement a ce depot pour cette invention (joindre une copie de la 
decision d'admission a ^assistance gratuite ou indiquersa reference) : AG I — : — i — : — : — I 


| Si vous avez utilise Pimprime «Suite», 
\ indiquez le nombre de pages jointes 






I [E SIGNATURE DU DCMAHDCUR . 

j Otf DU MANDATAIRE A t 0 I 
j (Nom et qualite du signataire) V \^ {j^ajU^^ 

j Axel CA^^TOTvlGA, bm 92 1(544 i 
I Conseil en Propriete IndustrielleJ 


VISA DE LA PREFECTURE 
OU DE L'INP! 



La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertes sapplique aux reponses faites a 
Elie garantit un droit d'acces et de rectification pour les donnees vous concernant aupres de I'lNPI. 



1er depot 



1 

Boitier semi-conducteur a puce de circuits integres 
portee par les pattes de connexion electrique 

La presente invention concerne le domaine des boitiers semi- 
conducteurs renfermant une puce de circuits integres. 

II est de pratique habituelle de fabriquer des boitiers semi- 
conducteurs qui comprennent une grille comprenant une plate-forme 
centrale sur laquelle est fixee la puce et, a distance de cette plate- 
forme, des pattes rayonnantes de connexion electrique exterieure 
generalement reliees a la puce par des fils de connexion electrique. ' 

La presente invention a pour but de proposer un boitier semi- 
conducteur a structure simplifiee. 

Le boitier semi-conducteur selon l'invention, renfermant une 
puce de circuits integres, comprend une grille constitute de pattes 
espacees de connexion electrique sur une surface avant 
desquelles ladite puce e.st fixee ou portee, des moyens de connexion 
electrique de ladite puce auxdites pattes de connexion electrique et r un 
bloc en une matiere d' encapsulation dans lequel au moins lesdites 
pattes sont au moins en partie noyees. 

Selon l'invention, au moins certaines desdites pattes peuvent 
avantageusement presenter chacune au moins une surface arriere de 
connnexion electrique exterieure non recouverte par la matiere 
d'encapsulation dudit bloc. 

Selon l'invention, au moins une surface arriere desdites pattes de 
connexion electrique et au moins une surface arriere dudit bloc 
d'encapsulation constituent de preference la face arriere dudit boitier. 

Selon l'invention, lesdites pattes de connexion electrique 
presentent de preference des evidemments arriere recouverts par le 
materiau d'encapsulation dudit bloc. 

Selon l'invention, au moins certaines desdites pattes de connexion 
electrique peuvent avantageusement presenter chacune une partie 



1er depot 



2 



d'extremite qui s'etend le long d'une face arriere de ladite puce et sur 
une surface superieure de laquelle cette puce est fixee. 

Selon une variante de Finvention, ladite puce est fixee sur lesdites 
pattes de connexion electrique par Fintermediaire d'un film collant. 

Selon Finvention, lesdits moyens de connexion electrique peuvent 
comprendre des fils de connexion electrique reliant ladite puce a une 
surface avant desdites pattes de connexion electrique. 

Selon Finvention, ladite puce et lesdits moyens de connexion 
electrique peuvent etre noyes dans ledit bloc de matiere decapsulation. 

Selon une autre variante de Finvention, ladite puce est fixee sur 
lesdites pattes de connexion electrique par Fintermediaire de billes de 
connexion electrique. 

Selon Finvention, ledit bloc d'encapsulation peut avantageusement 
comprendre une partie annulaire peripherique s'etendant vers F avant. 

Selon une autre variante de Finvention, ladite puce est fixee sur 
une face arriere d'une plaque par Fintermediaire de premieres billes de 
connexion electrique, cette plaque est fixee sur ladite face avant desdites 
pattes par Fintermediaire de secondes billes de connexion electrique et 
lesdites premieres et secondes billes de connexion electrique sont reliees 
par des pistes de connexion electrique formees sur la face arriere de 
ladite plaque. 

Selon Finvention, ledit bloc d'encapsulation peut comprendre une 
partie annulaire peripherique s'etendant vers F avant, autour et a distance 
de ladite plaque, un anneau en un materiau de remplissage remplissant 
Fespace separant la peripheric de la plaque et ladite partie annulaire 
peripherique. 

Selon Finvention, ladite puce peut eventuellement comprendre un 
capteur optique dans sa face avant, ladite plaque etant transparente, 

Selon Finvention, le boitier peut eventuellement porter un 
dispositif optique comprenant une lentille placee au-dessus de ladite 
plaque en face dudit capteur optique. 

Selon Finvention, le dispositif optique comprend de preference un 
support annulaire fixe sur la partie peripherique avant du boitier. 
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La presente invention sera mieux comprise a P etude de boitiers 
semi-conducteurs decrits a titre d'exemples non limitatifs et illustres par 
le dessin sur lequel : 

la figure 1 represente une coupe transversale d'un boitier 
semi-conducteur selon la presente invention ; 

la figure 2 represente une vue de dessus partiellement 
arrachee du boitier semi-conducteur de la figure 1 ; 

la figure 3 represente une vue de dessous du boitier semi- 
conducteur de la figure 1 ; 

la figure 4 represente une coupe partielle selon IV-IV du 
boitier semi-conducteur de la figure 1 ; 

la figure 5 represente une coupe transversale d'un autre 
boitier semi-conducteur selon la presente invention ; - 

la figure 6 represente une vue de dessus du corps du boitier 
semi-conducteur de la figure 5 ; u 

et la figure 7 represente une coupe transversale du boitier 
semi-conducteur de la figure 5 equipe d'un dispositif optique. 

En se reportant aux figures 1 a 4, on voit qu'on a represente un 
boitier semi-conducteur 1 de forme generate parallelipipedique a base 
carree, qui presente une face arriere 2, une face avant 3 et des faces 
laterales 4. 

Ce boitier 2 comprend une grille metallique plate constituee 
d'une multiplicity de pattes rayonnantes de connexion electrique 5 
espacees, qui prdsentent une surface arriere 6 situee dans le plan de la 
face arriere 2. 

Chaque patte de connexion electrique 5 presente une partie 
d'extremite exterieure 7 qui s'etend a partir de la face laterale 4 
correspondante et une partie d'extremite interieure 8 qui s'etend en- 
dessous de la face arriere 9 d'une puce de circuits integres 10. 

La puce 10 est port^e par et fixee sur les pattes de connexion 
electrique 5 par Tintermediaire d'un film collant 11 interpose entre la 
face arriere 9 de la puce 10 et la face avant 12 de la partie d'extremite 
interieure 8 des pattes de connexion electrique 5. 
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Le bord arriere d'extremite de la partie d'extremite 8 des pattes 
de connexion electrique 5 presente un evidemment 13 et les bords 
longitudinaux arriere des pattes de connexion electrique 5 presentent des 
evidements 14 et 15, 

Les pattes de connexion electrique 5 sont reliees electriquement a 
la puce 10 par Pintermediaire de fils de connexion electrique 16 dont 
respectivement une extremite est soudee sur des plots 17 menages sur la 
peripheric de la face avant 18 de la puce 10 et dont respectivement 
P autre extremite est soudee sur la face avant 19 de la partie d'extremite 
exterieure 7 des pattes 5. Dans Pexemple represents, les faces avant 12 
et 19 des pattes de connexion electrique sont dans le prolongement les 
unes des autres. 

Les pattes de connexion electrique 5, la puce 10 et les fils de 
connexion electrique 16 sont noyes dans un bloc 20 en une matiere 
d'encapsulation, par exemple en une resine thermodurcissable, dont le 
pourtour correspond aux faces precitees du boitier 1. 

Ainsi, la matiere du bloc d'encapsulation 20 remplit les espaces 
entre les pattes de connexion electrique 5 et recouvre leurs evidements 
13, 14 et 15, de telle sorte que ces pattes de connexion electrique 5 sont 
convenablement ancrees. La face arriere 21 du bloc d'encapsulation 20 
s'etend dans le meme plan que les surfaces arriere 6 des pattes de 
connexion electrique 5 de telle sorte que ces surfaces arriere 6 ne sont 
pas recouvertes par la matiere d'encapsulation et sont connectables 
exterieurement. 

Pour fabriquer le boitier semi-conducteur 1 qui vient d'etre 
decrit, on peut proceder de la maniere suivante. 

On prend une plaque metallique plate, par exemple en cuivre, qui 
comprend une multiplicite de branches longitudinales et transversales 
delimitant une multiplicite d'emplacement dans lesquels la plaque 
presente une multiplicite de pattes de connexion electrique 5. 

On fixe, sur chacun des emplacements, une puce de circuits 
integres 10 sur la face avant des parties interieures 8 des pattes de 
connexion electrique 5 correspondantes, en ayant prealablement muni les 
puces 10 d'un fim collant 9. 
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On procede a la mise en place des fils de connexion electrique 16 
dans chacun des emplacements. 

On place la plaque ainsi equipee dans la cavite d'un moule 
d'injection dans une position telle que les surfaces arriere 6 des pattes de 
connexion electrique 5 soient en contact avec une paroi de cette cavite et 
on procede a Pinjection de la matiere d'encapsulation pour constituer le 
bloc 20. 

Enfin, apres demouiage, on decoupe par sciage la piece obtenue 
de fagon a obtenir des boitiers semi-conducteurs 1 a chaque emplacement 
precite. 

En se reportant aux figures 5 et 6, on peut voir qu'on a represented 
un boitier semi-conducteur 20 qui comprend un corps de boitier 21 a 
base carree, realise de la maniere suivante. 

Ce corps de boitier 21 comprend une paroi arriere 22 qui presente 
une face arriere 23 et une face avant 24 et une paroi peripherique 25 en 
saillie vers l'avant con.stituant un mur annulaire. 

La paroi arriere 22 comprend une grille metallique plate 
constitute d'une multiplicity de pattes rayonnantes de connexion 
electrique 26 qui presentent respectivement une surface arriere 27 situee 
dans le plan de la face arriere 23 et une surface avant 28 qui s'etend dans 
le plan de la face avant 24. 

Dans le bord arriere et dans le bord avant de . leur partie 
d'extremite exterieure 29 allant jusqu'a la face laterale du corps 21, les 
pattes de connexion electrique 26 presentent des evidements 30 et 31. 

Dans leur partie d'extremite interieure 32, les pattes de 
connexion electrique 26 presentent, dans leur bord superieur, des 
evidements 33. 

Les pattes de connexion electrique 26 presentent egalement, dans 
leurs bords longitudinaux arriere, des evidements non representes sur le 
dessin, qui sont equivalents aux evidements 14 et 15 de Fexemple 
precedent. 

Le corps de boitier 2 comprend en outre un bloc 34 en . une 
matiere d'enrobage, par exemple en une resine thermodurcissable, qui 
remplit les espaces entre les pattes de connexion electrique 26 et les 
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evidements precites de ces dernieres et presentent une face arriere 35 
situee dans le plan de la face arriere 23 et une face avant 36 situee dans 
le plan de la face avant 24. 

Ainsi, les surfaces arriere 27 et les surfaces avant 28, opposees 
les unes aux autres, des pattes de connexion electrique 26 ne sont pas 
recouvertes par la matiere decapsulation, le bloc 34 presentant un 
evidemment avant central 37 dont le fond s'etend jusqu'au fond des 
evidements interieurs avant 33 des pattes de connexion electrique 26. 

Pour fabriquer le corps de boitier 21 qui vient d'etre decrit, on 
peut avantageusement disposer d'une plaque presentant des branches 
longitudinales et transversales entre lesquelles sont formes des 
emplacements dans chacun desquels la plaque presente des pattes de 
connexion electrique 26. 

On dispose cette plaque dans la cavite d'un moule d'injection 
presentant des parois opposees venant en appui sur les surfaces arriere 
27 et avant 28 des pattes de connexion electrique 26. 

On procede a 1'injection d'une matiere decapsulation pour 
constituer le bloc 34. 

Apres quoi, on decoupe par sciage la piece obtenue de fa9on a 
obtenir un corps de boitier 21 sur chaque emplacement. 

Ceci etant, le boitier semi-conducteur 20 comprend une plaque 
transparente 38 disposee a plat dans le corps de boitier 21, sa peripheric 
etant a distance de la paroi peripherique 25. 

La plaque 38 presente, sur sa face arriere, des pistes de 
connexion electrique 39 et est fixee et portee par les pattes de connexion 
electrique 26 grace a des billes de connexion electrique 40 interposees et 
soudees d'une part sur les pistes de connexion electrique 39 et d'autre 
part sur la surface avant 28 des pattes de connexion electrique 26. 

Le boitier semi-conducteur 20 comprend en outre une puce de 
circuits integres 41 placee en arriere de la plaque 38 et engagee 
librement dans I'evidemment 37 du corps de boitier 21. La puce 41 est 
fixee et portee par la plaque 38 par l'intermediaire de billes de 
connexion electrique 42 soudees d'une part sur les pistes 39 de la plaque 
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38 et d'autre part sur des plots de connexion electrique 43 prevus a la 
peripheric de la face avant 43 de la puce 41. 

En outre, la face avant 43 de la puce 41 presente, dans sa partie 
centrale, un capteur optique 44 et l'espace entre la peripheric de la puce 
41 et la face arriere de la plaque 38 est rempli par une matiere de 
remplissage 45 dans laquelle les billes 42 sont noyees. 

II resulte de ce qui precede que la puce 41 est portee par les 
pattes de connexion electrique 21, par I'intermediaire des billes 42 et de 
la matiere de remplissage 45, de la plaque 38 et des billes 40, le capteur 
optique etant dans un espace ferme et done protege. 

Disposant du corps de boitier 21 tel qu'il est decrit 
precedemment, on realise a part rensemble constitue par la plaque 
transparente 38 et la puce 31 en fixant la puce 41 sur la plaque; 32 
comme decrit ci-dessus. Puis, on installe cet ensemble dans le corps, de 
boitier 21 en le fixant par I'intermediaire des billes de connexion 
electrique 40 comme decrit ci-dessus. 

En se reportant a la figure 7, on voit que le boitier semi- 
conducteur 20 est equipe a l'avant d'un dispositif optique 46 .qui 
comprend un corps annulaire 47 dont la face arriere 48 est en appui^sur 
la face avant 49 de la paroi peripherique 25 du corps de boitier 21.:- Ce 
corps annulaire 47 est fixe a la partie peripherique avant du boitier semi- 
conducteur 20 grace a un anneau 50 de matiere de remplissage et de 
collage qui remplit l'espace entre la plaque 38 et la paroi peripherique 
25 du corps du boitier 21 et un evidemment annulaire arriere 51 du 
support 47 adjacent a sa face arriere 48. 

Le dispositif optique 46 comprend en outre une bague de reglage 
52 vissee dans le support annulaire 47, cette bague annulaire 52 portant 
dans son passage une lentille optique 53 disposee ainsi en face du 
capteur optique 44 de la puce 41. 

II resulte de ce qui precede que la puce 41 est disposee dans un 
espace etanche delimite par le corps de boitier 21, la plaque 38 et 
l'anneau de remplissage 50. 
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Dans une variante, on pourrait proposer un boitier 20 uniquement 
muni de l'anneau de remplissage et de collage 50, utilisable directement 
sans etre equipe du dispositif optique 46 

La presente invention ne se limite pas aux exemples ci-dessus 
decrits. Bien de variantes sont possibles sans sortir du cadre defini par 
les revendications annexees. 
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REVINDICATIONS 

1. Boitier semi-conducteur renfermant une puce de circuits 
integres, caracterise par le fait qu'il comprend une grille constitute de 
pattes espacees de connexion electrique (5 ; 26) sur une surface avant 
desquelles ladite puce est fixee ou portee, des moyens de connexion 
.5 electrique (16 ; 39, 40, 43) de ladite puce auxdites pattes de connexion 
electrique et un bloc (20 ; 34, 50) en une matiere d' encapsulation dans 
lequel au moins lesdites pattes de connexion electrique sont au moins en 
partie noyees. 

2 Boitier selon la revendication 1, caracterise par le fait qu'au 
10 moins certaines desdites pattes presentent chacune au moins une surface 
arriere de connnexion electrique exterieure (6 ; 27) non recouverte par la 
matiere decapsulation dudit bloc (20). 

3. Boitier selon Tune des revendications 1 et 2, caracterise par le 
fait qu'au moins une surface arriere (6 ; 27) desdites pattes de connexion 

15 electrique et au moins une surface arriere (21 ; 35) dudit bloc 
decapsulation constituent la face arriere (2 ; 23) dudit boitier. 

4. Boitier selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que lesdites pattes de connexion electrique 
presentent des evidemments arriere (13, 14, 15 ; 30) recouverts par le 

20 materiau d'encapsulation dudit bloc. 

5. Boitier selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait qu'au moins certaines desdites pattes de connexion 
electrique presentent chacune une partie d'extremite (8) qui s'etend le 
long d'une face arriere (9) de ladite puce et sur une surface superieure de 

25 laquelle cette puce est fixee. 

6. Boitier selon la revendication 5, caracterise par le fait que 
ladite puce est fixee sur lesdites pattes de connexion electrique par 
l'intermediaire d'un film collant (1 1). 

7. Boitier selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
30 caracterise par le fait que lesdits moyens de connexion electrique 

comprennent des fils de connexion electrique (16) reliant ladite puce a 
une surface avant (19) desdites pattes de connexion electrique. 
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8. Boitier selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que ladite puce (10) et lesdits moyens de 
connexion electrique (16) sont noyes dans ledit bloc (20) de matiere 
d'encapsulation. 

9. Boitier selon Tune quelconque des revendications 1 a 6, 
caracterise par le fait que ladite puce (41) est fixee sur lesdites pattes de 
connexion electrique (26) par 1'intermediaire de billes de connexion 
electrique (40, 43). 

10. Boitier selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que ledit bloc d'encapsulation comprend une partie 
annulaire peripherique (25) s'etendant vers 1'avant. 

11. Boitier selon Tune quelconque des revendications 1 a 6, 
caracterise par le fait que ladite puce est fixee sur une face arriere d'une 
plaque (38) par Tintermediaire de premieres billes de connexion 
electrique (43), que cette plaque est fixee sur ladite face avant desdites 
pattes par 1'intermediaire de secondes billes de connexion electrique (40) 
et que lesdites premieres et secondes billes de connexion electrique sont 
reliees par des pistes de connexion electrique (39) formees sur la face 
arriere de ladite plaque. 

12. Boitier selon la revendication 11, caracterise par le fait que 
ledit bloc d'encapsulation comprend une partie annulaire peripherique 
(25) s'etendant vers l'avant, autour et a distance de ladite plaque et 
qu'un anneau (50) en un materiau de remplissage remplit Tespace 
separant la peripheric de la plaque (38) et ladite partie annulaire 
peripherique (25). 

13. Boitier selon l'une des revendications 11 et 12, caracterise par 
le fait que ladite puce comprend un capteur optique (44) dans sa face 
avant et que ladite plaque (38) est transparente, 

14. Boitier selon la revendication 13, caracterise par le fait qu'il 
porte un dispositif optique comprenant une lentille (53) placee au-dessus 
de ladite plaque en face dudit capteur optique. 

15. Boitier selon la revendication 14, caracterise par le fait que le 
dispositif optique comprend un support annulaire (47) fixe sur la partie 
peripherique avant du boitier. 
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16. Boitier selon la revendication 15, caracterise par le fait que 
ledit support annulaire est colle sur la partie peripherique du boitier par 
Tintermediaire dudit anneau (50) en un materiau de remplissage. 

17. Boitier selon l'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait qu'il comprend une paroi constitute par lesdites 
pattes de connexion electrique (26) et au moins en partie ledit bloc en 
une matiere d'encapsulation (34), ce dernier remplissant les espaces 
entre les pattes de connexion elecrique et ces dernieres presentant des 
surfaces arriere de connexion electrique exterieure (27) non recouvertes 
par la matiere d'encapsulation et des surfaces avant de connexion 
electrique (28) de ladite puce non recouvertes par la matiere 
d'encapsulation. 
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